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Abstract (en)
[origin: US4981553A] Baths for the chemical polishing of copper or copper alloy surfaces, comprising, in aqueous solution, hydrogen peroxide,
chloride ions, phosphoric acid and phosphate and hydrogenphosphate ions, in quantities adjusted so as to impart a pH of between 1.25 and 3 to the
bath.

Abstract (fr)
Bains pour le polissage chimique de surfaces en cuivre ou alliage de cuivre, comprenant, en solution aqueuse, du peroxyde d'hydrogène, des ions
chlorure, de l'acide phosphorique et des ions phosphate et hydrogénophosphate en quantités réglées pour conférer au bain un pH compris entre
1,25 et 3.
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